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СОЛИУС ФВ-5293


Введение
Солиус ФВ-5293 - универсальный флюс на водной основе, преимущественно применяемый для селективной пайки. Он не содержит летучих органических соединений и не требует отмывки. Разработан с использованием органических активаторов и добавок, которые обеспечивают хорошую смачиваемость и заполнение отверстий.
Особенности
· Широкий диапазон стабильности при различных режимах пайки.
· Применим для пайки с использованием оловянно-свинцовых и бессвинцовых припоев, а также припоев с легирующими добавками.
· Превосходное поверхностное смачивание.
· Исключение отмывки.
· Не содержит летучих органических соединений.
Физические свойства

	Наименование
	ФВ-5293

	Удельная плотность
	1,1

	Количество твердых частиц
	5,0 %

	Кислотное число
	36,0 мг KOH/г

	Содержание галогенов
	0

	Тип флюса
	ORL0

	Испытание на бумаге с хроматом серебра
	Изменение цвета отсутствует

	Испытание коррозионной стойкости на листовой меди
	Признаки коррозии отсутствуют

	Испытание коррозионной стойкости «медное зеркало»
	Признаки коррозии отсутствуют


Технологические рекомендации
Для достижения наилучших результатов Солиус ФВ-5293 следует наносить ультразвуковым распылителем.
Поскольку Солиус ФВ-5293 на водной основе, он не требует частого контроля кислотного числа. Если требуется разбавление, следует использовать деионизованную воду.
Солиус ФВ-5293 может замерзнуть при воздействии температуры ниже 0 °C. Если флюс замерзнет, его необходимо разморозить при комнатной температуре до оттаивания и перемешать. Замерзание не влияет на свойства материала.
Нанесение
· Пайка волной припоя: распыление, пенное нанесение.
· Селективная пайка (BGA, FLIPCHIP): дозированное распыление, пенное флюсование.
· Лужение: погружение в емкость с флюсом.
· Ручная пайка (паяльник, лужение, ремонт, демонтаж): кисточка, спонж.
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Оснащение технологическими материалами


	Расход флюса на единицу паяемой поверхности
	0,15–0,18 мг/см2 (в пересчете на твердое составляющее)

	Температура нанесения
	18–25 °С

	Температура активации
	100–140 °С


Температура после преднагрева платы

	Селективная пайка
	80–100 °С

	Пайка волной припоя:
	

	односторонняя
	80–90 °С

	двухсторонняя со сквозными отверстиями
	90–100 °С

	двухсторонняя с поверхностным монтажом
	110 °C


Температура пайки

	Свинцовая пайка
	до 260 °С

	Бессвинцовая пайка
	до 280 °С



	Рекомендуемая скорость нарастания температуры
	2,5–3,0 °/с

	Предельное время контакта с припоем (включая волну и первичное нанесение)
	2–7 с

	Рекомендуемое время контакта с припоем
	3–5 с


Максимально допустимая скорость охлаждения определяется теплоемкостью материалов и стойкостью к тепловому удару и составляет не более 4 °/с.
При проведении автоматизированной пайки необходимо постоянно поддерживать рекомендуемую плотность и кислотное число флюса, значения которых представлены в спецификации. В случае повышения плотности флюса необходимо разбавлять его дионизованной водой.
Безопасность
Солиус ФВ-5293 — это негорючий материал. При обращении с этим материалом следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
Фасовка
Канистра: 1 л; 5 л; 10 л.
Хранение
Хранить при температуре от 0 до 30 °C. Контейнер держать закрытым. Срок хранения — 2 года.
Техническая поддержка
Инженеры ООО «Остек-Интегра» с международным опытом оказывают нашим клиентам всестороннюю техническую помощь. Компетентные во всех аспектах материаловедения применительно к секторам электроники и полупроводников инженеры технической поддержки предоставляют экспертные консультации по преформам припоя, проволоке, ленте и пасте. Инженеры технической поддержки ООО «Остек-Интегра» обеспечивают быстрое реагирование на все технические запросы.
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